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１．概要（Summary） 

新構造ダイオードの組立において、はんだ不濡れが発

生し収率に影響が出ているため、検証の一つとして水準1

の表面状態を確認する。 

 

２．実験（Experimental） 

X 線光電子分光分析装置(XPS)を用いて表面に存在

する元素を分析する。また、深度に対しての元素分布も

取得する。一部の試料に関しては、微小部蛍光 X 線分

析装置(XRF) で膜厚の検証を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

新構造のダイオードはアノード電極最表面を Au 膜で

キャップしているが、Fig. 1を確認すると最表面に Au 以

外に Ni、Cが存在することが確認できた。 

続けて最表面の Ni状態を確認すると(Fig. 2)、本来の

ピークから左側にシフトしており、酸化していることがわか

った。 

Fig. 4は Ar イオンエッチングをしながら深度に対して

の元素分布を確認したものだが、最初に Ni と C が出て

エッチングが進むとともに減っていっている点からも、最表

面に Ni と Cがあることは確実であることがわかった。 

  

 

Fig. 1   Survey result. 

 

Fig. 2  State of Ni in the most surface. 

 

Fig. 3  The surface carbon spectrum.  

 

Fig. 4   Change of the element distribution of the 

depth direction. 
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